
集成电路国产化的还有多远？ 

 

集成电路作为全球信息产业的基础与核心，被誉为“现代工业的粮食”，

其应用领域广泛，在电子设备（如智能手机、电视机、计算机等）、通讯、军

事等方面得到广泛应用，对经济建设、社会发展和国家安全具有重要战略意义

和核心关键作用，是衡量一个国家或地区现代化程度和综合实力的重要标志。 

根据中国半导体行业协会统计，2018 年中国集成电路产业中最大的三类应

用市场为网络通信领域、计算机领域及消费电子领域，合计占比 79%。未来随

着汽车智能化、电子化、自动化的不断发展，人工智能、物联网、5G等新兴领

域的不断扩展，集成电路的市场规模将不断扩大、应用领域将不断延伸。 

 

一、集成电路产业是经济发展的重要一环 

集成电路产业是国民经济和社会发展的战略性、基础性、先导性产业，是

电子信息产业的核心。近年来，国家相继出台产业政策，以市场化运作的方式

推动集成电路产业的发展。2014年 6月，国务院发布《国家集成电路产业发展

推进纲要》，明确了集成电路产业未来几年的发展目标，具体如下： 

 

集成电路产业链包括核心产业链、支撑产业链以及需求产业链。核心产业

链包括集成电路设计、制造和封装测试，支撑产业链包括集成电路材料、设

备、EDA、IP核等，需求产业链包括通讯产品领域、消费电子领域、计算类芯

片领域、汽车/工业领域及其他领域。 

 

二、全球集成电路行业发展概况 



近年来，随着人工智能、智能驾驶、5G等新兴市场的不断发展，全球集成

电路行业市场规模整体呈现增长趋势。根据世界半导体贸易统计协会统计，全

球集成电路行业销售额由 2012年的 2,382 亿美元增长至 2018年的 3,933亿美

元，年均复合增长率达 8.72%，具体如下： 

 

 

三、中国国集成电路行业发展概况 

近年来，凭借着巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长及有

利的产业政策环境等众多优势条件，中国集成电路产业实现了快速发展，市场

增速明显高于全球水平。根据中国半导体行业协会统计，中国集成电路产业销

售额由 2012年的 2,158亿元增长至 2018 年的 6,531亿元，年均复合增长率达

20.27%。其中，2016 年、2017年及 2018 年中国集成电路产业销售额分别为

4,336亿元、5,411 亿元及 6,531亿元，增速分别达 20%、25%及 21%，具体如

下： 



 

 

四、集成电路发展面临的机遇 

①新应用推动市场需求持续旺盛 

集成电路行业虽然呈现周期性波动的特性，但整体增长趋势并未发生变

化，每次技术变革持续带动行业增长。随着消费电子产品向智能化、轻薄化、

便携化的方向发展，新的智能终端产品层出不穷，使得集成电路产业的市场前

景越来越广阔。以物联网为代表的新需求所带动的如云计算、人工智能、大数

据等新应用的兴起，逐渐成为集成电路行业新一代技术变革动力。集成电路下

游应用领域的不断延展带动了市场需求的持续旺盛。同时，伴随着全球的集成

电路巨头不断加大资本性投资力度，集成电路行业的景气度有望保持上升趋

势，有利于集成电路制造企业发展壮大。 

②技术水平逐渐提高 

近年来，中国集成电路市场的迅速发展推动了中国集成电路领域的产业进

步与技术革新。随着应用领域的分化，中国大陆在集成电路制造领域技术水平

不断取得突破，在先进与特色工艺的技术研发和产业化等方面取得了显著进

展。中国大陆集成电路制造技术与国际领先技术的差距越来越小，为推动集成

电路产业实现跨越发展奠定了牢固的基础。 

③集成电路产能向中国大陆转移 



集成电路产业链逐步从美国、日本、欧洲和中国台湾向中国大陆和东南亚

等地区转移，有利于国内企业研发先进技术和积累管理经验，促进本土企业的

快速发展。产业链转移的全球大趋势为中国大陆集成电路行业的发展提供了新

的机遇。中国大陆新增晶圆厂的逐步建设完成为国内集成电路行业在降低成

本、扩大产能、地域便利性等方面提供了新的支持，对于集成电路产业的发展

起到了促进作用。大陆市场的旺盛需求和投资热潮带动了集成电路产业专业人

才的培养及配套产业的发展，集成电路产业环境的良性发展为中国大陆集成电

路制造环节扩张和升级提供了机遇。 

④集成电路产线愈加昂贵加剧头部企业集中趋势 

在摩尔定律的推动下，元器件集成度的大幅提高要求集成电路线宽不断缩

小，导致生产技术与制造工序愈为复杂，制造成本呈指数级上升趋势。当技术

节点向 5纳米甚至更小的方向升级时，普通光刻机受其波长的限制，其精度已

无法满足工艺要求。因此，集成电路的制造需要采用昂贵的极紫外光刻机，或

采用多重模板工艺，重复多次薄膜沉积和刻蚀工序以实现更小的线宽，使得薄

膜沉积和刻蚀次数显著增加，意味着集成电路制造企业需要投入更多且更先进

的光刻机、刻蚀设备和薄膜沉积设备等，造成巨额的设备投入。根据 IBS统

计，随着技术节点的不断缩小，集成电路制造的设备投入呈大幅上升的趋势。

以 5纳米技术节点为例，其投资成本高达数百亿美元，是 14纳米的两倍以上，

28纳米的四倍左右。 

 

五、中国发展集成电路面临的挑战 

①与国际顶尖技术水平仍有一定差距 

中国大陆集成电路企业在顶尖技术积累方面与业界龙头企业存在一定差

距。尽管中国政府和企业愈发重视对集成电路产业的研发投入，但由于技术发

展水平、人才培养等方面的滞后性，以及企业资金实力不足等诸多原因，中国

大陆集成电路产业的研发力量薄弱、自主创新能力不足的状况依然存在。就集

成电路晶圆代工行业而言，在先进工艺线宽这一关键指标上，中国大陆企业在

生产设备和技术人才等方面与业界龙头企业还存在一定差距。在集成电路行业



面临全球范围内充分竞争的背景下，中国大陆企业在与业界龙头企业竞争的过

程中仍会在未来一段时间内处于相对弱势的地位。 

②高端专业技术人才不足 

集成电路晶圆代工行业属于技术和人才密集型行业。相对于发展成熟的美

国、日本、欧洲和中国台湾等，中国大陆因产业发展起步晚，导致经验丰富的

集成电路高端人才稀缺。尽管近年来国家对高端专业人才的培养力度逐步加

大，但人才匮乏的情况依然存在，已成为当前制约行业发展的主要因素。 

③资金实力不足 

集成电路行业，尤其是集成电路晶圆代工行业，从前期设备的投入，工艺

的研发到人才梯队的培养，都需要大量的资金投入。对于动辄数十亿甚至上百

亿美元生产线的投入，大多数企业的资金实力无法满足大规模扩产的需求。 


